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Reboleo de BGA's

CFIentamlento infrarrojo
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|enJam|ento por conveccion Facil distribucion de Después de correr el BGA reboleado y listo
orzada esferas de soldadura en proceso en el horno para usar
el estencil. Martin-SMT, se retira el

esténcil y ¢l componente

Practico uso de controles
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Prozessgas Prozessgas
El MINIOVEN emplea una combinacion de conveccion y <
2 . £ MINIOVEN tiene la opcion de calentamiento infrarrojo de maxima uniformidad térmica. El —

trabajar con nitrdgeno uso de nitrogeno desplaza oxigeno y minimiza la oxidacion,

mientras promueve un ambiente ideal para la soldadura
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Favor de contactarnos para: Venta | Entrenamiento | Garantia | Soporte Local en Mexico | Solicitar equipo para demostraciones

ventas.soporte@mexser.com.mx | & www.mexser.com.mx | ®+52 (33) 3615 2703 | @ Pedro Moreno 1677, piso 4 of. 6, Col. Americana. Guadalajara, Jal., Mex.



